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論
文

1. 緒　言

　表面実装によるプリント配線板組立工程で，最初の工程
となるクリームはんだの印刷は，情報端末機器の小型化，
高機能化によって微細化するパターンの印刷に対応した性
能が要求されている。「03015」「0201」といった微小チップ
が実用化され，微細印刷の安定化が急務である。微細印刷
を取り巻く環境については，クリームはんだの開発は，ま
だ高価ではあるが微小開口対応用として 5 μm粉球も実用
化されたこと，メタルマスクに関しては，開口部の加工方
法や表面処理，さらに材質についても，より開口部壁面の
表面平滑化への取り組みがなされており，開口部からの抜
けに対しての効果を見込んでいることなどがある。しか
し，これらの効果について個別には定量的な評価は行われ
ておらず，実際に印刷を行った結果として総合的に評価す
るため，それぞれに印刷性への影響を与えると考えられる
はんだ粒径や壁面の面粗度などを挙げているが，マスク開
口部から基板パッド面へ転写させるという印刷の過程にお
いて，どの要因がどのように影響を与えるのか直接的な評
価にはなっていない。はんだ粒径や壁面の面粗度を変える
ことでどれだけ印刷性に影響を与えるのかを個々の要素で
評価する必要がある。特に，直接転写に影響するメタルマ
スク開口部壁面に対するクリームはんだの抵抗力について
定量的に評価することができれば，効率的な改良が可能で

ある。
　一方で，印刷機におけるスキージ部は，メタルマスク上
のクリームはんだを開口部へ充填するが，クリームはんだ
に合わせた適正な押込み圧力を設定する必要がある。ク
リームはんだの特性を知り，メタルマスクの開口部から滲
まない程度に押し込むだけの圧力を発生させる必要があ
る。マスク開口部壁面とクリームはんだとの抵抗力を知る
ことは，スキージで発生させる押込み圧力を決定する上で
も重要なことである。

2. レオロジーアナライザの開発

　粘度とチキソ性との関係で，チキソ性はクリームはんだ
を攪拌すると粘度が低下し，放置すると粘度が高くなる性
質であるが，クリームはんだをマスク開口部に充填するた
めには，粘度が低いほうが充填し易く，転写後の（開口部
から抜けた）段階では粘度が高いほうが形状を維持してダ
レ難いという印刷に適した性質である。材料自体としては
このような性質があるが，実際の印刷におけるマスク開口
部とクリームはんだとの関係では，転写段階でのクリーム
はんだに対し，基板のパッド面との接着力よりもマスク開
口壁面との抵抗力が大きいと，開口部内にはんだ残りが発
生し，十分なはんだ量が確保できず「未はんだ」「欠け」な
ど印刷不良の原因になる。このように印刷不良の主原因
は，マスク開口部壁面とクリームはんだとの抵抗力の大き
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Abstract
Basic solder-paste printer performance evaluation considers to what extent the solder paste loaded in 

the metal mask opening is transferred to the pad surface of a printed circuit board without losing shape 
or quantity.

The resistance of the solder paste against the wall surface of the metal mask opening greatly influences 
the results of the transfer, but traditionally, there has been no way to ascertain this resistance as a numer-
ical value.

To address this problem, we developed a rheology analyzer that can evaluate printability by simulating 
the flow of the solder paste in the metal mask opening and measuring the resistance of the solder paste 
against the wall surface of the opening.

As a result, it is now possible to ascertain how the transfer quantity of subject materials changes with 
the pressure applied at the time of printing as a numerical value.
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